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【57】申請專利範圍
1.　一種半導體封裝件的製造方法，包括： 提供一晶圓； 在該晶圓中及在該晶圓上形成具
有小於一標準尺寸 0201的二分之一的一晶粒； 藉由切割該晶圓獲得該晶粒；以及 將該
晶粒單粒化為一封裝，其中該封裝的尺寸等同或大於該標準尺寸 0201。

2.　如請求項 1所述的半導體封裝件的製造方法，其中該晶粒的尺寸為標準尺寸 01005。
3.　如請求項 1所述的半導體封裝件的製造方法，其中該封裝的尺寸等同或大於一標準尺寸

0402及一標準尺寸 DFN 10的一者。
4.　如請求項 1所述的半導體封裝件的製造方法，更包括： 提供一載體基板； 形成一導電
部件在該載體基板上； 接合該晶粒至該導電部件上；以及 囊封該晶粒， 其中該晶粒的
該單粒化包括：將該晶粒囊封後的一結果結構單粒化為該封裝，該封裝的尺寸等同或大

於該標準尺寸 0201。
5.　如請求項 4所述的半導體封裝件的製造方法，其中該晶粒的該囊封包括：利用一保護材

料囊封該晶粒。

6.　如請求項 5所述的半導體封裝件的製造方法，其中該保護材料包括聚醯亞胺(polyimide)、
環氧樹脂(epoxy resin)、苯並環丁烯樹脂(BCB)或高分子聚合物(polymer)的一者。

7.　如請求項 5所述的半導體封裝件的製造方法，其中該載體基板包括一導電載板及一非導
電載板的一者。

8.　如請求項 7所述的半導體封裝件的製造方法，其中該導電載板包括一印刷電路板（printed
circuit board，PCB）。

9.　如請求項 5所述的半導體封裝件的製造方法，其中該導電部件在該載體基板上的該形成
包括利用鋼板或網版印刷製程的一者形成該導電部件。

10.   如請求項 9所述的半導體封裝件的製造方法，其中在鋼板或網版印刷製程的該者中，採
用的材料包括銀或錫的一者。
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11.   如請求項 5所述的半導體封裝件的製造方法，其中該晶粒透過該導電部件免於透過一導
線與該載體基板電性連接。

圖式簡單說明

對於本揭露的更完整理解係可藉由參考詳細說明及申請專利範圍而結合附圖考慮時衍

生，其中在整個附圖中，類似參考編號指代類似的元件。

圖 1為在相關技術領域中的晶圓的示意圖。
圖 2為在相關技術領域中的圖 1的晶粒的半導體封裝件的示意圖。
圖 3至 9為根據本發明的製造半導體封裝件的方法的製造過程的剖面圖。
圖 10為根據本發明的製造半導體封裝件的方法的流程圖。
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